经理会议案
一、议案名称
关于公开处置深圳九州光电子技术有限公司原材料呆滞物料的议案。
二、议案背景及内容
当前深圳九州光电子与四川九州光电子数字产品线有部分前期呆滞物料可共用，其余部分呆滞物料在市场上寻找其它客户逐步消耗。为降低物资积压风险，深圳九州光电子拟按照集团呆滞物料处置相关规定，通过公开方式对呆滞物料进行清理。（拟处置的呆滞物料清单详见附件一）
三、主要内容
深圳九州光电子将拟处置呆滞物料先做市场价格调研，市场调研价格作为本次物料处置低价。
1.处置原则：遵循依法合规，利益最大化原则。
2.处置方式：公开处置。在线上通过公司网站、九洲官网、绵阳市国资委网站、深圳本地网络媒体等信息渠道公开处置。
3.受让方应具备条件：不设条件。
4.受让方确定方式：由深圳九州光电子有源产品线、海思TO产品线、技安环保部、采购部、财务部等部门组成比选评审小组，根据比选申请人报价从高到低顺序推荐中选候选人。
5.计价方式：按PCS计价。
6.保证金：不缴纳保证金。
7.付款方式：一次性付清。
四、决策事项
[bookmark: _GoBack]是否同意深圳九州光电子通过公司网站、九洲官网、绵阳市国资委网站、深圳本地网络媒体等信息渠道公开分批处置有源产品线、海思TO产品线闲置物料。
五、决策提示
（一）必要性
根据公司业务布局规划，有源产品线与数字产品线进行光器件业务融合，有源产品线及海思TO产品线因业务融合调整，生产光器件剩余部分物料无法用于后期生产而闲置。公司为降低管理成本风险，必须盘活闲置资产。
（二）可行性
1.本次资产处置方案符合《四川九洲投资控股集团有限公司资产处置管理办法(暂行)》等相关规定。
2.按照当前市场同类型物料的价格为底价公开挂牌。
（三）存在的风险与解决措施
风险：1.转让价格以市场调研价格为基础确定，因客户方案的定制型要求可能需要重新验证送样，处置价格会低于物料采购原值。2.对于市场已经淘汰的部分方案或使用过二次利用的物料，物料处置价格可能低于库存净值。
解决措施：本次拟采取公开挂牌处置方式进行，处置底价根据市场价格确定，定价过程严格遵循公开、公平、公正的原则，符合国有资产公开处置的相关规定。
（四）预期处置经济效益
本批呆滞物料全部处置完成后，深圳九州光电子预计可获得不低于28.79万元的收入，增加公司现金流。
六、决策依据
本次事项依据《四川九州光电子技术有限公司关键事项核决权限表》，属于九州光电子经理会决策事项。
以上议案现报公司经理会审议。


提案部门：深圳九州光电子技术有限公司
                       2025年8月11日


附件1：闲置物料明细表
	序号
	物料编号
	物料名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	账面价值

	
	
	
	
	
	
	原值
	净值

	1
	41430033
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,6.6,-20~85C,（GX DFB CHIP: 20712509 ,MPD:20200037）
	PCS
	1251
	7714.18 
	5014.23 

	2
	41330331
	2.5G 1490nm DFB TO56
	2.5G 1490 DFB
	PCS
	40
	385.10 
	285.94 

	3
	41330334
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,B,6.6,-20~85C,（YJ Chip:YJC-D1310-2-E-WG-V4S）,2.0折大球不镀膜
	PCS
	1600
	5318.05 
	3456.73 

	4
	41330379
	2.5G 1490nm DFB TO56
	2.5G 1490nm DFB TO56 GDZ-GF-S063(DFB GX:20714199 MPD GX:20200037;MY:Y1.02.01.0302)
	PCS
	3319
	10600.70 
	8154.78 

	5
	41330407
	2.5G 1490nm DFB TO56
	2.5G 1490nm DFB（GX Chip:20200054  GX MPD:20200037）
	PCS
	1242
	1930.18 
	1926.31 

	6
	41530077
	DFB LD TO56C
	2.5G 1310 DFB TO56,小非球，FL6.6，LD:20200031,MPD:20708827（绵阳料号：Y1.02.01.307）
	PCS
	8719
	33148.64 
	21697.49 

	7
	41340003
	DFB LD Chip
	2.5G,DFB,-25~85C,EM:G1033-024
	PCS
	178
	305.61 
	152.81 

	8
	42340033
	DFB LD Chip
	2.5G,1310,DFB,-40~85C,GX:20200053
	PCS
	369
	2154.94 
	1077.48 

	9
	41230012
	DFB LD TO56A
	1.25G,1310,DFB,A,7.5,-40~85C TL:TME-3B83-507
	PCS
	724
	0.00 
	0.01 

	10
	41240002
	DFB LD TO56A
	1.25G,1550,DFB,A,7.5,-40~85℃,AOI:DFB-1550-T5-5-1.3-A7-A-C-M853
	PCS
	5
	0.00 
	0.00 

	11
	41330048
	DFB LD TO56B
	2.5G,1310,DFB,B,6.6,-40~85C,Mi:ML720Y53S-12
	PCS
	1405
	0.16 
	0.00 

	12
	41330227
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,0~85C,HX:HT2.5G1310D-C6V3C7（小角度）
	PCS
	6910
	24766.37 
	7683.60 

	13
	41530022
	DFB LD TO56A
	10G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,LN: L-TT-ED27-03（JZ 标准，Po≥8mW） 芯片有流水码
	PCS
	914
	16077.50 
	10450.38 

	14
	41630003-27
	DFB LD TO56A
	25G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1K60S）
	PCS
	115
	582.84 
	291.42 

	15
	41630003-33
	DFB LD TO56A
	25G,1330,DFB,A,7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1J54S）
	PCS
	23
	107.44 
	53.72 

	16
	41330052
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.7,-40~85C,JZ:JZD2C1MH-01（Macom chip:131D-02E-VCT11-501）
	PCS
	66
	292.88 
	0.00 

	17
	41330053
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.7,-20~85C,JZ:JZD2C1EH-01（Emcore chip:G1033-024）
	PCS
	18
	95.36 
	0.00 

	18
	41330060
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.5,-40~85C,TL:TME-3B33-506（高折射率）
	PCS
	46
	301.54 
	0.00 

	19
	41330072
	DFB LD TO56A
	2.5G,1470,DFB,A,7.5,-40~85C,HR：JZD2A2IH-11（2.5G,1470,DFB,-40~85C,AO:DFB-1470-B-B-CH5-A28）
	PCS
	33
	1475.24 
	0.00 

	20
	41330074
	DFB LD TO56A
	2.5G,1510,DFB,A,7.5,-40~85C,HR：JZD2A2IH-13（2.5G,1510,DFB,-40~85C,AO:DFB-1510-B-B-CH5-A28）
	PCS
	27
	1207.92 
	0.00 

	21
	41330075
	DFB LD TO56A
	2.5G,1530,DFB,A,7.5,-40~85C,HR：JZD2A2IH-14（2.5G,1530,DFB,-40~85C,AO:DFB-1530-B-B-CH5-A28）
	PCS
	62
	2773.77 
	0.00 

	22
	41330088
	DFB LD TO56A
	2.5G,1310,DFB,A,7.5,-40~85C,TL:TME-3B83-997
	PCS
	105
	184.20 
	0.00 

	23
	41330094
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.7,-40~85C,JZ:JZD2C1MHG-01（Macom chip:131D-02E-VCT11-501+TK MPD）
	PCS
	362
	506.70 
	0.00 

	24
	41330147
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1GH-02（GX Chip:20200053? GX MPD:20200037)
	PCS
	136
	257.91 
	0.00 

	25
	41330150
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.5,0~85C,GSHLASER:GB-244H9-C01
	PCS
	20
	75.91 
	0.00 

	26
	41330153
	DFB?LD?TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1WH-02（GX Chip:20200043? GX MPD:20200037）,合波管帽
	PCS
	42
	0.47 
	0.24 

	27
	41330155
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.7,-20~85C,JZ:JZD2C1EJ-03（Emcore chip:G1033-024）（2.0mm）
	PCS
	548
	2137.18 
	534.30 

	28
	41330159
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.7,-20~85C（YJ chip:YJC-D1310-2-E-WX-V2S）
	PCS
	100
	577.18 
	0.00 

	29
	41330174
	DFB LD TO56A
	2.5G,1310,DFB,A,7.5,-10~85C,（GX Chip:20200043? GX MPD:20200037）,光迅管帽：30047434
	PCS
	455
	585.93 
	380.85 

	30
	41330199
	DFB?LD?TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-20~85C,（YJ Chip:YJC-D1310-2-E-WG-V4S）,1.8折不镀膜
	PCS
	4
	0.05 
	0.03 

	31
	41330210
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-20~85C,JZ:JZD2C1EH-03(Emcore chip:G1033-024-21,Im双镀膜)(三安:S-14ACPD07-G)（1.8不镀膜）华为专用
	PCS
	327
	2037.55 
	509.38 

	32
	41330211
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1WH-01（GX Chip:20200043 GX MPD:20200037）（1.8镀膜）
	PCS
	498
	2173.64 
	0.00 

	33
	41330216
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1GH-04（GX Chip:20200043? GX MPD:20200037）（2.0镀膜,无二极管）
	PCS
	8519
	36525.72 
	30266.81 

	34
	41330224
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-5~75℃?,JZ:JZD2C2HH-01(HX Chip:HC2.5G1310D-CV3P8)无MPD,1.8不镀膜
	PCS
	466
	1653.15 
	0.00 

	35
	41330227
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,0~85C,HX:HT2.5G1310D-C6V3C7（小角度）
	PCS
	6452
	22809.87 
	11256.67 

	36
	41330228
	DFB LD TO56A
	2.5G,1310,DFB,A,7.5,-10~85C,（GX Chip:20200031? GX MPD:20200037）,光迅管帽：30047434
	PCS
	291
	617.84 
	289.82 

	37
	41330232
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,TL:TME-3B33-506（TL chip:TBD-3G12-001)（A2低功率档）(2.0折)
	PCS
	3669
	13963.21 
	7271.85 

	38
	41330236
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.5,-10~85C,ZK:TB318C3541（ZK chip:BDB3111B8,高温芯片）
	PCS
	58
	229.10 
	0.00 

	39
	41330238
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-5~75℃ ,JZ:JZD2C2HH-01(HX Chip:HC2.5G1310D-C2V3P9),1.8不镀膜，全温1310±10
	PCS
	4
	13.57 
	3.39 

	40
	41330239
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-5~75℃ ,JZ:JZD2C2HH-01(HX Chip:HC2.5G1310D-CV3P9),1.8不镀膜
	PCS
	13
	52.08 
	0.00 

	41
	41330244
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1WH-05（GX Chip:20707899??GX MPD:20708827)（2.0镀膜,无二极管）
	PCS
	573
	3374.98 
	843.74 

	42
	41330248
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-20~85C,JZ:JZD2C1EH-03(Emcore?chip:G1033-024-21,Im双镀膜)（2.0镀膜）
	PCS
	30169
	129988.87 
	66356.79 

	43
	41330249
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-10~85C,XF:XTD-405C-4206E（Po≥6.8mW）
	PCS
	2753
	9707.22 
	2426.84 

	44
	41330250
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-10~85C,XF:XTD-405C-4206E
	PCS
	39
	136.49 
	34.12 

	45
	41330254
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.5,-10~85C,ZK:TB312H4541
	PCS
	100
	380.00 
	0.00 

	46
	41330255
	DFB?LD?TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1WH-02（GX Chip:20200043? GX MPD:20200037）,合波管帽
	PCS
	16
	90.45 
	45.22 

	47
	41330258
	DFB LD TO56C
	2.5G,1490,DFB,C,6.6,-5~75C,（GX Chip:20200054  GX MPD:20200037,）2.0折不镀膜
	PCS
	365
	2385.57 
	1591.79 

	48
	41330259
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,B,6.6,-20~85C,（YJ Chip:YJC-D1310-2-E-WG-V4S）,小球不镀膜
	PCS
	115
	476.01 
	309.41 

	49
	41330262
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-5~85C,（SJ Chip:C.16.CD.1131620),1.8折不镀膜
	PCS
	2105
	9657.56 
	4828.82 

	50
	41330266
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-5~85C,(GAL Chip:CE-D0231-03#AC)( GX MPD:20200037)(2.0镀膜,合波管帽,无二极管）
	PCS
	3
	10.02 
	5.01 

	51
	41330273
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,(GX Chip:20200053 GX MPD:20200037)(2.0镀膜,无二极管,20mm长管脚）
	PCS
	76
	835.37 
	542.99 

	52
	41330280
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.35,-10~85C,（GX Chip:20200043  GX MPD:20708827）2.0镀膜
	PCS
	3968
	22776.11 
	6138.92 

	53
	41330281
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.5,-20~85C,（YJ Chip:YJC-D1310-2-E-WG-V4S）（窄波）
	PCS
	88
	428.65 
	107.16 

	54
	41330284
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-20~85C,JZ:JZD2C1EH-03(Emcore?chip:G1033-024-21,Im双镀膜)（2.0镀膜） 
Im(120-200 )
	PCS
	1401
	4927.49 
	1248.59 

	55
	41330285
	DFB LD TO56B
	2.5G,1310,DFB,B,6.6,-20~85C,（YJ Chip:YJC-D1310-2-E-WG-V4S）,小球不镀膜 
（Im:120≤Im＜200uA）
	PCS
	825
	3664.67 
	1832.32 

	56
	41330323
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-20~85C,XF:XTD-405C-4203K（Po≥6.8mW；Im＞170nA）偏角度  2.0不镀膜
	PCS
	1714
	4165.13 
	2707.28 

	57
	41330342
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,C,6.6,-40~85C,JZ:JZD2C1GH-01（GX Chip:20200043）不含MPD
	PCS
	338
	1463.59 
	951.32 

	58
	41330347
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,6.6,-10~85C,（GX Chip:20714618  GX MPD:20708827）
	PCS
	25
	690.08 
	448.55 

	59
	41330366
	DFB LD TO56C
	2.5G,1310,DFB,6.6,-40~85C,（GX Chip:20200043  GX MPD:20708827）
	PCS
	54
	280.27 
	151.82 

	60
	41330421
	2.5G 1490nm DFB TO56
	2.5G 1490nm DFB（GX Chip:20714199  GX MPD:20708827）
	PCS
	6
	8.96 
	5.82 

	61
	41430001
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,7.5,-20~85C,ZK:TB272H5341
	PCS
	130
	2223.01 
	0.00 

	62
	41430002
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,7.5,-10~85C,HX:HT2.5G1270D-E7V1A6
	PCS
	3
	43.50 
	10.88 

	63
	41430007
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,6.6,-40~85C,小非球,（CST Chip: D127-DI02）（偏角度）
	PCS
	2572
	21601.23 
	7111.50 

	64
	41430008
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,6.5,-20~85C,（GX DFB CHIP: 20200046 ,MPD:20200037）
	PCS
	883.5332
	2888.35 
	1955.20 

	65
	41430012
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,7.5,-20~85C,（YJ Chip:YJC-D1270-2-E-WG-V2S）(XSJ MPD)
	PCS
	155
	636.18 
	169.31 

	66
	41430014
	DFB LD TO56A
	2.5G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,小非球,（CST Chip: D127-DI02）（偏角度）
	PCS
	797
	7491.81 
	1872.95 

	67
	41430025
	DFB LD TO56C
	2.5G,1270,DFB,C,6.6,-40~85C,大球,（CST Chip：D127-DI02）
	PCS
	429
	2904.16 
	1452.08 

	68
	41430029
	DFB LD TO56C
	2.5G,1270,DFB,A,6.6,-20~85C,（GX DFB CHIP: 20200046 ,MPD:S-11ACPD08-G7）
	PCS
	28
	39.46 
	19.73 

	69
	41510007
	10G DFB LD TO56B
	10G,1310,DFB,-40~85C,HGZY:01.A.14.0148-6
	PCS
	140
	3391.92 
	0.00 

	70
	41530010
	DFB LD TO56A
	10G,1270,DFB,A,10.18,-40~85C,LN:?BH5B-81A0-3F
	PCS
	9
	244.14 
	0.00 

	71
	41530011
	DFB LD TO56A
	10G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,LN: L-TT-ED27-03（JZ 标准，Po≥8mW）,10G DFB LD（1270）
	PCS
	35
	99.26 
	24.81 

	72
	41530018
	DFB LD TO56A
	10G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,LN: L-TT-ED27-03（JZ 标准，6.4mW≤Po≤8mW）
	PCS
	57
	1499.03 
	374.76 

	73
	41530023
	DFB LD TO56A
	10G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,LN: L-TT-ED27-03（JZ 标准，6.4mW≤Po≤8mW） 芯片有流水码
	PCS
	645
	15225.31 
	9896.43 

	74
	41630002-35
	DFB LD TO56A
	25G,1350,DFB,A,7.5,-40~85C,（源杰chip：YJC-D1350-25-I-M1）
	PCS
	7
	87.50 
	0.00 

	75
	41630003-31
	DFB LD TO56A
	25G,1310,DFB,A,7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1J88S）
	PCS
	6
	61.81 
	30.91 

	76
	41630008-27
	DFB LD TO56A
	25G,1270,DFB,A,7.5,-40~85C,（LN Chip：L-CT-ID27-00）
	PCS
	190
	2431.99 
	1216.00 

	77
	41630008-33
	DFB LD TO56A
	25G,1330,DFB,A,7.5,-40~85C,（LN Chip：L-CT-ID33-00）
	PCS
	320
	4095.99 
	1260.80 

	78
	41630009-27
	DFB LD TO56A
	25G,1270,DFB,A,小非球拉7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1K60S）
	PCS
	236
	2347.93 
	586.98 

	79
	41630009-31
	DFB LD TO56A
	25G,1310,DFB,A,小非球拉7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1J88S）
	PCS
	4
	39.20 
	0.00 

	80
	41630009-33
	DFB LD TO56A
	25G,1330,DFB,A,小非球拉7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1J54S）
	PCS
	146
	1430.79 
	357.70 

	81
	41630018-31
	DFB LD TO56A
	25G,1310,DFB,A,7.5,-40~85C,（SUMITOMO chip：STA2W00/SN1J88S）（7根打线）
	PCS
	20
	199.99 
	99.99 

	82
	42340061-61
	DFB LD Chip
	2.5G,1610,CWDM DFB,-40~85C,HX:HC2.5G1610D-IV1P5
	PCS
	47
	1860.42 
	465.11 

	83
	42630006-27
	25G DFB Chip
	25G,1270,DFB,-40~85C,LN：L-CT-ID27-00
	PCS
	34
	1915.61 
	0.00 

	84
	42630006-33
	25G DFB Chip
	25G,1330,DFB,-40~85C,LN：L-CT-ID33-00
	PCS
	42
	2366.35 
	0.00 

	85
	41230012
	DFB LD TO56A
	1.25G,1310,DFB,A,7.5,-40~85C TL:TME-3B83-507
	PCS
	1723
	13198.26 
	9898.69 

	86
	41430013
	DFB LD Chip
	2.5G,1310,DFB,A,7.5,-20~85C,(YJ Chip:YJC-D1310-2-E-WG-V4S)
	PCS
	1788
	3293.32 
	3721.45 

	87
	42350023
	MPD芯片
	XSJ-10-MS-2214A
	PCS
	5344
	1207.74 
	881.65 

	88
	42350018
	MPD chip
	2.5G,PIN,-40~85℃,13所：CT-IGA-PD180
	PCS
	459655
	72717.42 
	45188.68 



